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自社開発ダイヤモンドワイヤ製造装置での自動フィードバック制御Niコーティングダイヤモンド砥粒の採用

Niコーティングダイヤモンド使用による当社製ダイヤモンドワイヤの耐久性の向上

世界最高パフォーマンス
世界最小コスト生産の実現

ダイヤモンドワイヤ製造装置

　生産中のデータ（画像処理）例： Φ���／砥粒径��-��
生産中の線径の推移

生産中のダイヤ砥粒付数の推移

生産距離（m）

ダイヤモンドワイヤ製造装置も自社開発にて改良を重ね、現在は「第�世代機」が量産稼働中
新たに高性能なダイヤモンドワイヤ生産設備「PHX－��」を開発、販売を開始いたしました

ダイヤモンド砥粒の高分散を実現

高速生産で品質安定

Niコーティングにより高い密着性

高い砥粒付着効率で砥粒使用量を削減

ダイヤモンド砥粒
ダイヤモンドワイヤ

Ni
コーティング

ダイヤモンドワイヤーのNiめっきと同一金属であるため
　　　ワイヤーへの高い付着性　＝
　　　付着した砥粒の高いグリップ力　＝

高速生産が可能
高耐久性
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CCDカメラにより、��kmあたり�万ポイント以上の画像を取り込み、画像処理データから自動でフィード
バック制御を行い、ダイヤ砥粒の複合めっき条件をコントロール
ダイヤ砥粒密度、めっき厚さ、外径などの品質安定性を確保する制御システムを採用

フィードバックによるダイヤ付数自動制御当社特許技術
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　＝砥粒凝集が起こりやすい砥粒へ電荷が集中しやすい
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【装置概要】

【フィードバック制御】

安定生産に難しさ

・ダイヤ砥粒付数
・ダイヤモンドワイヤ外径
・めっき厚さ 等

国内他社製ダイヤモンドワイヤとの物性比較（例：φ���μm/��-��μm仕様）捻回破断面比較

電 流

：電荷集中の抑制剤
：めっきの促進剤

➁ 促進剤の効果で付着力UP

➀ めっき液中で促進剤が吸着

ダイヤモンド砥粒

➂ 付着し電流が流れると       
　  抑制剤が吸着

➃ 抑制剤の効果で
　 電荷集中を抑制 ➄ 促進剤が

　 埋め込みを促進

凝集が多い
 付着ムラが多い

 付着ムラが少ない

（当社比：DW仕様：φ���μm 砥粒径��-��μm）

弊社開発の分散剤を使用したダイヤモンドワイヤ

分散剤を使用しなかったダイヤモンドワイヤ

分散剤の使用時と未使用時の比較

凝集抑制のメカニズム

凝集が少ない
ダイヤモンドワイヤの走行が安定

ダイヤモンドワイヤの走行が不安

TTV,WARP,ソーマーク等の
ウエハ精度が良化

TTV,WARP,ソーマーク等の
ウエハ精度が悪化

低コスト ・ 高品質なダイヤモンドワイヤの製造を実現

TTV,WARP,ソーマーク等の
ウエハ精度が良化

過負荷加工にて断線するまでの
ダイヤモンドワイヤの挙動と状態を観察

独自の評価手法を採用（ダイヤモンドワイヤの耐久性評価）

レシプロ加工によるダイヤ砥粒径別性能比較レシプロ加工のイメージ

切込方向

被削材

往復走行

砥粒径 加工後SEM 断線迄の
耐久時間(min)

切削量
(mm)

線径変化
率(%)

��-��
μm ��� ��.��� ��.��

��-��
μm ��� ��.��� ��.��

低コスト ・ 高品質な
ダイヤモンドワイヤの製造を実現

難しい課題解決へ 新たな分散剤を開発！

中村超硬製
ダイヤモンドワイヤ

他社製
ダイヤモンドワイヤ

メッキはがれ



〒���-���� 大阪府和泉市あゆみ野�丁目�番�号

phx-sales@nakamura-gp.co.jp

小原
西川
朴（パク）

樹脂系

ガラス系 セラミック系

メタル系

etc.
etc.

etc. etc.

窒化ケイ素
炭化ケイ素
アルミナ
超硬

ジルコニア

サファイア
強化ガラス
石英

フェノール
CFRP
ウレタン

アルミ
銅

用  途

難削材向けスライス加工用
ダイヤモンドワイヤ（動画）

砥粒密度は弊社基準値であり・顧客ニーズに合わせて変更は可能です。

Φ120μｍ Φ160μｍ Φ180μｍ

�-�� 生産対応可能

�-�� 生産対応可能

生産対応可能生産対応可能

半導体Si・ガラス セラミックス・銅

�-�� 生産対応可能

生産対応可能生産対応可能

半導体・セラミックス 銅

��-��
セラミックス

��-��
生産対応可能

SiC・セラミックス
フェライト・樹脂

セラミックス

��-�� 生産対応可能 生産対応可能

SiC・フェライト サファイア

��-��
生産対応可能

SiC・化合物半導体
サファイア・窒化珪素

セラミックス
サファイア・石英・セラミックス

MMC・窒化化合物・半導体Si

��-��
生産対応可能

サファイア・SiC
セラミックス

セラミックス

��-��
生産対応可能

SiC・セラミックス 窒化珪素
超硬 ・サファイア

砥粒径（μｍ）

素線径

難削材インゴットをスライス加工する

ダイヤモンドワイヤ

Technology by Nakamura Chouko

数社の中から当社製ＤＷが選定されました
新たな用途の半導体メーカーにて

NO.�の
評価を獲得

NO.�の
評価を獲得

営業担当：


